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■福岡空港～（約20分） 
■博 多 駅～（約15分） 
■天　　神～（約10分） 
 
 
  
■福岡空港～（約17分） 
■博 多 駅～（約12分） 
■天　　神～（約  5分） 
 
 
　 
■博多駅 福岡交通センター～（約20分） 
■天神バスセンター～（約15分） 

交通アクセス 

お車 
タクシー 

地下鉄 

バ　ス 

※福岡都市高速経由「百道ランプ」下車 約2分 
 

※「唐人町駅（3番出口）」下車 約15分（徒歩） 

※「ヤフードーム前」「国立医療センター」または 
　「シーホークホテル前」下車すぐ 

天神バスセンター 

博多駅福岡交通センター 

JR・新幹線 

都市高速道路 

地下鉄 

博
多
駅
 

お問い合わせ 
MAP2008実行委員会事務局 

　MAP2008最新情報はこちらから 
http://map-and-rts.com/blog/

Scope of the Workshop

e-mail map@astsa.jp 
T E L  092-721-4905 
F A X  092-722-6205 
担　当  中川、岡野（九州経済調査協会調査研究部） 

MAP2008の目的 　 
　2001年から毎年秋に開催されているMAPは、今年で８回目の
開催となります。 

　MAPの目的は、実装技術を中心として、装置・材料など半導体製

造に関する最先端の知識や知見について産学官がともに議論し、技

術やビジネスの将来展望を試みることにあります。また、700社以

上が立地している九州の半導体関連企業の力を結集し、半導体ビジ

ネスの主要マーケットとなるアジアをにらんだネットワークの構築

をサポートすることも目的としています。 

　アジアは世界で最も半導体の生産が盛んな地域です。MAPは九

州から、“アジアンウェイ”で強力なビジネスネットワークの構築を

サポートします。 

MAP2008のテーマ 　 

■ インド半導体産業の動向 

■ 次世代ファンダリビジネス 

■ 半導体産業再編 

■ グリーンデバイス（太陽電池、LED、パワーデバイス） 

■ 三次元実装技術 

■ テスティング・ソリューション 

■ SiP、FCパッケージ、ウエハレベルCSP技術 

■ プリント基板・サブストレートに関する技術 

料金後納郵便 

MAP 2008

日本語 
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日本語 

英　語（English） 

日本語 

英　語（English） 

日本語 

英　語（English） 

氏　名 

会社名 

部　署 

住　所 

TEL

E-mail

FAX

日本語 

英　語（English） 

FAX 092-722-6205▲ 

第8回 半導体実装国際ワークショップ 

主催／MAP2008実行委員会、アジア半導体機構(ASTSA)、九州半導体イノベーション協議会
(SIIQ)、福岡県産業・科学技術振興財団、日本貿易振興機構(ジェトロ)、九州経済国際化推

進機構、ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）、福岡県、福岡市、北九州市、九州経済調

査協会 

日時／2008年11月26日［水］～11月28日［金］ 
場所／JALリゾート シーホークホテル福岡（福岡市） 
 

The  8th  International  Workshop  on
Microelectronics  Assembling  and  Packaging

MAP       2008 MAP2008トピックス 

役　職 

下記に必要事項をご記入の上、FAXまたはWEBにてお申し込みください。なお、手続の都合上、英語も合わせてご記入願います。 

参加申し込み書 申し込み期限11月21日［金］ 

□ MAP2008に参加します。 

□ MAP2008ポスター展示会のみに参加します。 

※参加費 30,000円 
　ポスター展示会、講演資料、最新の半導体関連企業データベース（ASTSA 
HP公開）へのアクセスID、レセプションパーティー、エクスカーション等
を含みます。 

　 
エクスカーション（視察）に（□参加します。 □参加しません。） 
※先着30名様で締め切らせて頂きます。 

※参加費 無料 

お申込み：アジア半導体機構（ASTSA） 

FAX送信先 

WEB登録  
092-722-6205
http : //astsa.jp/navi_guide.php

口座番号：福岡銀行 本店営業部 普通 5617135 

口座名義：ASTSA  アジア半導体機構  会長  友景　肇 
ア ス ト サ　　 ア ジ ア ハ ン ド ウ タ イ キ コ ウ　  カイチョウ　  トモカゲ　　ハジメ 

11月21日（金）までに以下の口座に参加費30,000円をお振り込みくだ
さい。当日、会場受付で現金にてお支払い頂いても結構です。 

※アルファベット表記、カタカナ表記のどちらでも、ご入金いただけます。 

インド半導体業界との交流 
 

アナリストによる業界再編のシナリオ提示 

グリーンデバイス（太陽電池、LED、パワーデバイス）に注目 

850社の半導体企業データベースのアクセスIDを進呈 

エクスカーションでNEC、テラプローブを訪問 
（先着30名様まで） 

ASTSA登録に必要ですので、 
必ず明記願います。 

最新の三次元実装技術を提示 
（フランフォーファー、ITRI、大手IDMなど） 
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Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

Session 7

Green Devices

Invited Talks

3D Integration

Semiconductor 
Testing Solution

Design Tool and 
Design Business

Equipment and Parts

Poster Session with Wines

7:30
10:30
13:30
17:00

20:00

JALシーホークホテル福岡出発（1Fバス乗り場） 
NECセミコンダクターズ九州・山口（株）　熊本川尻工場 
（株）テラプローブ　九州事業所 
（財）くまもとテクノ産業財団 くまもと半導体展示ホール 
（途中下車可：熊本空港、益城IC 17:30頃、基山SA 19:30頃） 
博多駅着解散 

プレゼンテーション 

エクスカーション 

ポスター出展 

11/26
（水） 

11/27
（木） 

11/28
（金） 

19:00

Lunch Break12:00

9:00

レセプションパーティー 18:30

18:30 閉場 

閉場 20:30 20:30 閉場 

13:00

20:00 閉場 

開会宣言 13:00 開場 

9:00 開場 

13:00

アジア半導体機構（ASTSA）＆インド半導体協会（ISA） MOU締結式 12:30

National Solar Project in Korea (Plan) 
Korea University ● Donghan Kim （KOREA） 　 
Introduction to Processes and Pro-
spects of CIGS and Organic Thin Film 
Solar Cells 
産業技術総合研究所 
● 櫻井　啓一郎、當摩　哲也 （JAPAN） 　 
Sapphire and Diamond R＆D of Namiki 
並木精密宝石（株） ● 小山 浩二 （JAPAN） 

LED Packaging Technology 
サンユレック（株） ● 奥野　敦史 （JAPAN） 　 
Introduction to "Green of / by Eco-device" 
（株）東芝セミコンダクター社 
● 山口　知巳 （JAPAN） 　 
Investment Opportunities in the Solar 
Industry in Malaysia 
マレーシア工業開発庁（MIDA） 
● Zabidi Mahbar （MALAYSIA） 

Business Model ＆ New Technology 
（株）テラプローブ ● 小澤　雅英 （JAPAN） 　 
Evolution of Testing Strategy 
京元電子股イ分有限公司（KYEC） 
● 菅野　俊夫 （TAIWAN） 　 
Yokogawa Electric Corporation SoC 
Tester Strategy 
横河電機（株） ● 大岡　浩一 （JAPAN） 　 
Image Sensor Testing 
（株）アルデート ● 中村　勇治 （JAPAN） 　 
Silicon Netlist to High Volume Produc-
tion Opportunities for Time to Market 
Tessolve ● P. Raj Manickam (INDIA) 

ChipTest - Semiconductor IC Test Ser-
vices 
ChipTest Labs Ltd. 
● M. Sankara （INDIA） 　 
Chip Defects Inspection System for CIS 
/ MEMS / Flip Chip / Wafer Level CSP 
（株）トプコン ● 安田　利幸 （JAPAN） 　 
Adjustment 
SPEL Semiconductor Limited. 
● Adjustment （INDIA） 

Total Design Tool for Analog IC 
タナーリサーチジャパン（株） 
● 下垣　佳子 (JAPAN) 　 
Off-shoring of LSI Design & Software 
Development 
Network Systems & Technologies (P) Ltd. 
● Joby Joseph V. (INDIA) 

A Unique 'In-sourcing' Business Model 
for Offshore Chip-Design and Software 
Development Centres 
Auxineon Pte Ltd. ● P.Bala (SINGAPORE)

Molecular Modification of PCB Substrates 
for Fine Line Patterning: Demonstration 
of High Peel Strength, Low Surface 
Roughness and HAST Survivability of 
Molecular Modified Surfaces 
Zetta Core. Inc ● Werner Kuhr (U.S.A.) 　 
Micro Contact Applied Semiconductor 
Socket 
アルプス電気（株） ● 吉田　信 (JAPAN) 
 
 

Making Equipment Manufactures More 
Competitive in the Global Market - the 
Introduction of "Monozukuri" 
北原ウェルテック（株） ● 北原　伸浩 (JAPAN) 　 
Factry Automation & Productivity En-
hancement 
第一施設工業（株） ● 松本　啓二 (JAPAN) 　 
Assembly of Electronics without Solder - 
Technical Dream or Vision of the  Future? 
Verdant Electronics - Silicon Pipe  
● Joseph Fjelstad （U.S.A.） 

How Asia ICT Industry has Transformed： 
During the Period of Financial Crisis 
DigiTimes Inc. ● Colley Hwang （TAIWAN） 
　 
Current and Future Strategy of Indian 
Semiconductor Industry 
India Semiconductor Association 
(ISA) ● Poornima Shenoy (INDIA) 

The Factor and Future Trends of the 
Low-Yield Major Electronics Manufac-
turer 
メリルリンチ日本証券（株） 
● 佐藤　文昭 （JAPAN） 

（ポスター出展会場にて行います） 

シリコンシーベルト 
セッション 

Fabrication and Reliability Issues for 
Through Silicon Via Technologies 
Fraunhofer IZM ● Peter Ramm （GERMANY） 　 
Advanced Stacked-System and Appli-
cation Alliance （Ad-ATAC） in ITRI 
Industrial Technology Research Insti-
tute （ITRI） ● Wei-Chung Lo （TAIWAN） 　 
３-D Stacking Technology Develop-
ment Status 
富士通マイクロエレクトロニクス（株）、JEITA 
● 松木　浩久 （JAPAN） 
 
 
 

BGA Package Warpage Criteria for 
Jisso 
NECエレクトロニクス（株）、JEITA  
● 中島　宏文 （JAPAN） 　 
Google Aided SiP Design Review 
（株）ジェム・デザイン・テクノロジーズ 
● 村田　洋 （JAPAN） 　 
Renesas SiP Future 3D Technology 
（株）ルネサステクノロジ 
● 海野　雅史 （JAPAN） 　 
InterViaTM Photodielectric 
ローム・アンド・ハース電子材料（株） 
● 立川　渉 （JAPAN） 

※先着30名様で締め切らせて頂きます。 
※都合により変更させていただくこともあります。 
※視察先の都合により、お断りする場合がございます。
あらかじめご了承下さい。 

 
 
 
 
アンシス・ジャパン（株） ［JAPAN］ 
ANSYS社解析ソリューション、ANSYS Icepak 電子機器向け熱
流体ソフトウェア 
 
タナーリサーチジャパン（株） ［JAPAN］ 
ソフトウェア、Tanner Tools 
 
（株）ジェム・デザイン・テクノロジーズ ［JAPAN］ 
IC Package Feasibility Tool Demo, Gem Package 
 
Network Systems & Technologies (P) Ltd. ［INDIA］ 
End to End Solution @NeST 
 
 
 
 
 
 
（株）ウォルツ ［JAPAN］ 
JISSO TEG 
 
（株）東芝 セミコンダクター社 ［JAPAN］ 
東芝の製品及び環境への取り組みの紹介 
 
（株）ルネサステクノロジ ［JAPAN］ 
三次元実装技術 
 
（株）エリア ［JAPAN］ 
プロダクトエンジニアリング事業のご紹介 
基板／HVD（High Voltage Digital） 
 
ジャパンコーヨン（株） ［JAPAN］ 
Wafer BUMP用3D 
 
（株）テラプローブ ［JAPAN］ 
当社事業紹介、ビジネスモデル紹介 
 
独立行政法人 産業技術総合研究所 ［JAPAN］ 
CIGSおよび有機薄膜太陽電池のプロセスと可能性のご紹介 
 
Fraunhofer IZM ［GERMANY］ 
Fabrication and Reliability Issues for Through Silicon 
Via Technologies 
 
Industrial Technology Research Institute (ITRI) ［TAIWAN］ 
Advanced Stacked-System and Application Alliance (Ad-
ATAC) in ITRI 
 
 
 
 
 
 
千住金属工業（株） ［JAPAN］ 
半導体関連ハンダ材料、ハンダBump用マイクロボール＆ハンダ
Bump用ソルダーペースト 
 
（株）プロセス・ラボ・ミクロン ［JAPAN］ 
C4バンプ用メタルマスク 
 
ワボウ電子（株） ［JAPAN］ 
プリント基板の設計から試作実装・量産までの一貫受託型EMSメー
カー、アートワーク設計（プリント基板、サブストレート）、実装（表面
実装、フリップチップボンディング）などの保有技術 
 
福電資材（株） ［JAPAN］ 
鉛フリー時代の実装検査機の実演、卓上型高速外観検査装置（SAKI 
CORPORATION； BF180-P40） 
 

ローム・アンド・ハース電子材料（株） ［JAPAN］ 
InterViaTM Photodielectric 
 
（株）ピーダブルビー ［JAPAN］ 
実装基板、パネル展示、高速信号伝送誘電体材料の特性比較 
 
 
 
 
 
 
（株）ビームセンス ［JAPAN］ 
マイクロフォーカスX線透視装置、画素分解能2ミクロンの卓上マ
イクロフォーカス線透視装置 
 
（株）アドバンテスト九州システムズ ［JAPAN］ 
小型化アナログテストシステム紹介、ディスクリート・デバイスから
アナログICまでの測定に対応した小型化アナログ・テスト・システ
ムを紹介します。 
 
パナソニックファクトリーソリューションズ（株） ［JAPAN］ 
プラズマクリーニング技術 
 
（株）ピーエムティー ［JAPAN］ 
オンデマンドインクジェット塗布装置 
 
（株）ミテック ［JAPAN］ 
Re-use of Equipment Tool, Design & Processing Service 
for Tool 
 
東洋リビング（株） ［JAPAN］ 
全自動超低湿保管庫 
 
（株）トプコン ［JAPAN］ 
チップ外観検査装置『Viシリーズ』、ウェーハ表面検査装置『WMシ
リーズ』 
 
北原ウェルテック（株） ［JAPAN］ 
国際競争に勝つ半導体・液晶製造装置のモノづくり 
～匠の技を生かした加工品～ 
 
（株）九州プレシジョン ［JAPAN］ 
会社案内、製品案内 
 
ワッティー（株） ［JAPAN］ 
半導体製造プロセス用ヒータ及びガス配管ユニット、ウエハ加熱
用高精度ホットプレート、ガス加熱用ヒータ、高純度ガス用配管ユ
ニット 
 
第一施設工業（株） ［JAPAN］  
高速リフター、浮上式ピンセット、FOUPチェンジャー、ループキャ
リー、クリーンルーム用高所作業台 
 
Zetta Core. Inc ［U.S.A.］ 
Molecular Modification of PCB Substrates for Fine Line 
Patterning 
 
 
 
 
 
 
南インド セミコン＆組込システム交流会 
（主催：（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）、インドとの経済・人材交
流を推進する協議会） 
Networking with South India on Semiconductor & 
Embedded System 
出展機関・企業：インド半導体協会（ISA）［INDIA］、Tessolve
［INDIA］、Chip Test Labs［INDIA］、Auxineon［SINGAPORE］、
SPEL Semiconductor［INDIA］ 
 
マレーシア工業開発庁 ［MALAYSIA］ 
マレーシア ビジネス環境 

ポスター出展企業一覧 （2008年10月23日時点、順不同） 

デザイン＆シミュレーションゾーン デザイン＆シミュレーションゾーン 
Design and Simulation

デバイス製造ゾーン デバイス製造ゾーン 
Device Fabrication

先端材料・基板ゾーン 先端材料・基板ゾーン 
Advanced Materials and Substrate

装置・部品ゾーン 装置・部品ゾーン 
Equipment and Parts

産業支援機関・団体ゾーン 産業支援機関・団体ゾーン 
Industrial Support Organization and Group




